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Anforderungen an Halbleiter in @
unterschiedlichen Applikationen und ReodMicrokec
Umgebungs-/Stressbedingungen

¢ Halbleiter mlussen fur die Anwendungen geeignet sein
« Der Produktionsprozess muss sicher sein

Qualifikationen nach Standards simulieren haufig

2

nicht die Einsatzbedingungen
¢ Selbst serielle oder Kombi-Tests sind unzureichend

« Risiken sind ohne Kenntnis der Applikation und den

Anwendungsbedingungen schwer einschéatzbar
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Risiken bel der Verarbeitung hin-
sichtlich ESD-(Vor-) Schadigungen! RoodMicrobec

poawarpul zaluEions

« Vorschadigungen nachzuweisen ist nahezu unmaoglich oder

zU kostenintensiv und daher nicht sinnvoll/zielfiUhrend.

» Vorbeugemalinahmen sind zur Abstellung des ESD-Risikos in den

relevanten Fertigungsschritten - zielfUhrend - zu implementieren.

» Fehleranalysen enden haufig mit EOS als Ursache — Schaden ist

zu grof3 um sicher auf eine Vorschadigung zu schliel3en.

» ESD - (Vor-) Schaden werden > 95% in der Produktion (ESDFOS

+ CBE) eingetragen, nur < 5 % ist aus dem Feld zu erwarten.
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Vorschadigungen an Halbleitern @
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= Nachweismoglichkeiten

= Wichtige Methoden flr die Fehlerortung

= - Emissionsmikroskopie

- Flussigkristallanalyse

- Vereisungsortung

= - Infrarot-Thermografie

< - OBIRCH und verwandte Lasertechniken
= - EBIC/ OBIC

= - Potentialkontrastverfahren (REM/ FIB/ e-Beam)
= - Magnetische Mikroskopie

= - PICA

RoodMicrotec - Dusseldorf 4. - 5. November 2014 - - www.roodmicrotec.com - ...certified by RoodMicrotec 4



Beispiele fiir ESD-Schaden Uber Pins... @
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...vom kaum nachweisbaren p/n
Leckpfad bis zu EOS-ahnlichen
Durchschlagen, oft begleitet von
Sekundarschaden, z.B. durchge-
brannten Leiterbahnen
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Im Lichtmikroskop

Nafektteil

¥

e

Bei Random-Suche im
Lichtmikroskop gefunden !
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Defekt der sich als ESDFOS herausstellte F"“"dﬂiﬂ:?!.':?f,

= ESDFOS Fehler lassen sich
mit anderen Verfahren nur
schwer oder gar nicht finden.

300kV| 11.0 | CDM-E| 18.0 0% | H11.77 s | 25.0 kX EMPA GAP 173
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Referenzdevice, elektrisch gut,
aber nachstes Chip neben dem
Defektchip auf der gleichen Rolle,
an der gleichen Stelle blind
geschnitten

Apr 22, 2002 03:25 PM Image Mode: Electron Acceleration: 50 kvl Aperture: 50.00 um FOV: 12.00 um bbbl ld X 0.60u
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Integrierter Schaltkreis
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10um  EHT= 991 kv Signal A = SE2 1pm EHT = 0.01 kv Signal A = SE2

Mag= 440K X |—| WD= 15mm Mag= 18.99 KX |—| WD= 13 mm

= Ruckpraparation zeigt mechanische Zerstorung
= ESD, EOS oder durch ESD verursachter EOS

= Volumen mehrere um?3 -> zu grol3 fur reinen ESD Schaden
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LED-Fehleranalyse @
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Fehlerortung mittels EMMI
.:E:--i : '.l - < ,r-_-i"'rl

el

8 EOS schaden im FIB-Querschnitt

ah
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Risiken bel der Verarbeitung hin-
sichtlich ESD-(Vor-) Schadigungen! RoodMicrotac
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» ESD-Risiken bestehen selbst bei ESD-gerechten
Arbeitsplatzen haufig bei:

» Schlechten/defekten Masseanbindungen

» Robotorischen Ablaufen bei denen Ladungen generiert werden,

z.B. CBE-Fehler

» Keine vor-/nacheilenden Massepins beim Test

Beim Testen muss mit isolierenden Materialien gearbeitet werden — daher ist neben
einer evt. lonisation der Luft auch der Kontaktablauf wichtig, um keine undefinierten

Zustande und damit ESD-ahnliche Schaden zu riskieren.

» Offenen Kontaktanschlissen in unzureichender ESD-Verpackung
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Erdungsprobleme m
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= Picker-Chuck
aus eloxiertem
Metall. Die
Pickerkopfe
sind z.T. ge-
erdet, z.T.
ungeerdet mit
|solierspann-
ungen >500V
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Erdungsprobleme
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= Waferhalter in Teflonlager, ungeerdet
(links), Aufbau mit eloxiertem Alu (rechts).

Auch-aneinander geschraubte Metalltelle

RoodMicrotec - Disseldorf 4. - 5. November 2014 - - WWW. soodmliﬁotec .com certifiegd b Pﬂ7dl\‘|crotec 13

ISolieren z.T. biS




Fehler - LED , Handling”
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Fehler - LED Fertigungsaspekte m
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LED Fertigungsaspekte @
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A
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Auswahl geeigneter Qualifikationstests:
notwendig oder vernachlassigbar? YoodMicrakac
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¢ Ohne applikationsnahe Qualifikationstests werden Risiken erst im Feld
sichtbar und konnen zu hohen Kosten durch Rickrufaktionen fihren: z.B.
Verwendung von QFN-Gehausen die auf Grund Ihrer Anordnung auf der PCB
und dem Einsatz unter Temp.-Wechseltest- und Vibrationsbedingungen nach <

2 Jahren im Feld (Automobil) ausfallen.
» Mit Hilfe von sequentiellen Tests oder kombinierten Testbedingungen sind solche
Ausfalle nachstellbar, wenn applikationsnahe Ablaufe simuliert werden.
@ Fazit: Geeignete Qualifikationstests sind notwendig — wer diese als
vernachlassigbar einstuft handelt grob fahrlassig oder/und muss im
Datenblatt des BE's alle Haftung ausschliel3en!

11— Verantwortung = Kunde -!!!
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Erfolge und Risiken @
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Zusammenfassung:

» Wird durch eine geeignete Fehleranalyse (Mitarbeit des Kunden zwingend
notwendig) eine Ursache festgestellt, kdnnen, neben den vorbeugenden
MalRnahmen, auch gezielte Verbesserungen eingeleitet werden. Gibt es bei den
implementierten ESD-Vorbeugemalinahmen keine Fehler mehr oder reduziert sich
die Fehlermenge nachweislich nach Einfihrung von Verbesserungen, ist dies als

Erfolg werten.

Risiken bleiben bestehen, falls weder eine ausreichende BE- oder Applikations-
Qualifikation durchgefihrt wurde noch eine ESD-risikofreie Produktion garantiert
werden kann. Hier ist zusatzlich zu beachten, dass in der PCB-Fertigung h6here

Belastungen (CBE) auftreten kénnen als in den Standard ESD-Tests.
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...a strong partner for youl!




